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n 据中国汽车工业协会发布的数据显示，2023年中国汽车出口491万辆，首次超越日本，位居全球第一。

n 2023年我国汽车产销量首次双双突破3000万辆，分别为3016.1万辆和3009.4万辆，同比分别增长11.6%和12%，

其中，出口491万辆，同比增长58%

n 2023年新能源汽车持续快速增长，新能源汽车产销分别完成958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和3

7.9%，市场占有率达到31.6%，高于上年同期5.9个百分点。

数据来源：中国汽车工业协会 数据来源：中国汽车工业协会20
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n 汽车智能终端将成为智能时代的神经末梢，

汽车芯片是助力汽车步入智能时代的核心。

汽车智能化+电动化带动汽车半导体含量持续

提升，其中智能化带动更高的半导体含量提升。

n 电动车半导体含量约为燃油车的两倍，智能

车的半导体含量是传统汽车的N倍，新能源汽

车开启半导体行业新一轮成长趋势。

n 传统燃油车所需汽车芯片数量为600-700颗，

电动车所需的汽车芯片数量将提升至1600颗/

辆，而更高级的智能汽车对芯片的需求量将有

望提升至3000颗/辆。

不同类型汽车的对比表

传统燃油车 电动汽车 智能汽车

性能指标 石油/马力 电/动力 数据/算力

时间节点 1886-2010 2010-2021 2021-

核心竞争要素

ü 造型与工程
设计

ü 动力总成
ü 底盘
ü 电子电气架

构

ü 电池
ü 电机
ü 电控

ü 智能座舱、
自动驾驶

ü 芯片、传感
器等硬件

ü 算法、OS等
硬件

ü 服务
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n 目前汽车芯片产业中占据市场份额最多的企业大都分布在美国、欧洲和日本。

n 2022年，排名前10的汽车芯片厂商占据了约70%的市场。

数据来源：各公司报告

全球主要厂商近年汽车芯片收入（单位：亿美元）

数据来源：各公司报告
6

企业名称 英飞凌 恩智浦(NXP) 德州仪器(TI) 瑞萨电子 电装

国别 德国 荷兰 美国 日本 日本

2020年 40.1 38.3 28.9 31.9 33.9

2021年 56.8 54.9 38.5 42.4 38.2

2022年 70.8 68.8 50.0 49.6 42.6

2023年 86.3 74.8 59.6 49.7 40.1

企业名称 意法半导体(ST) 安森美 亚德诺
(ADI) Mobileye 高通

国别 瑞士 美国 美国 美国 美国

2020年 21.3 16.8 8.0 9.7 7.1

2021年 26.1 22.9 12.5 13.9 10.2

2022年 53.1 33.6 25.2 18.7 14.7

2023年 70.9 43.2 29.2 20.8 20.1

英飞凌
13%

恩智浦
11%

德州仪器
9%

瑞萨电子
7%

电装
6%

ST
10%

安森美
6%

ADI
4%

Mobileye
3%

高通
3%

其他
28%

2023年全球汽车半导体
厂商市场占比

20
24
赛
迪
论
坛

20
24
赛
迪
论
坛

20
24
赛
迪
论
坛

20
24
赛
迪
论
坛

20
24
赛
迪
论
坛

20
24
赛
迪
论
坛

20
24
赛
迪
论
坛

20
24
赛
迪
论
坛

20
24
赛
迪
论
坛



n 2020年中国汽车芯片自给率才5%左右，但2023年已经达到10%，市场份额增长了200%。

Ø 地平线
Ø 北京君正
Ø 黑芝麻
Ø 芯驰科技
Ø 比亚迪半导体
Ø 华为
Ø 杰发科技
Ø 芯聚能
Ø 美泰科技
Ø 杰华特
Ø 中兴微电子
Ø 兆易科技
Ø 琪埔维半导体
Ø 复旦微

部分中国汽车芯片生产厂商

Ø 芯旺微电子
Ø 旗芯半导体
Ø 瓴芯电子科技

（无锡）
Ø 川土微
Ø 芯钛信息科技
Ø 芯洲科技
Ø 加特兰
Ø 瞻芯电子
Ø 芯擎科技
Ø 芯海科技
Ø 国芯科技
Ø 紫光芯能
Ø 华大半导体

l 车规制造标准体系不健全

l 测试认证平台不足

l 车规全产业链产品制造工艺缺乏

l 高端芯片制造设备仍依赖进口

我国汽车芯片困境
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n 基于汽车芯片种类及其应用场景，并参考工信部《汽车半导体供需对接手册》，将汽车芯片分为控制类、驱
动类、计算类、电源类、存储类、通信类、模拟类、功率类、传感器类、信息安全类 10 大类汽车芯片。

n 按照应用场景，也可将汽车芯片分为辅助驾驶类、灯光控制类、新能源类、制动传动类、门窗控制类、车身
控制类、商用车类和网络类等 8 大类汽车芯片。

n 基于域集中式分类，博世经典的五域分类拆分整车为动力域（安全）、底盘域（车辆运动）、座舱域/智能
信息域（娱乐信息）、自动驾驶域（辅助驾驶）和车身域（车身电子）。
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n 在应用领域，高级驾驶辅助系统、车身、仪表组件的增长率位列前三。

n 在产品领域，光电元件、专用标准产品、通用逻辑集成电路的增长率位列前三。

细分领域 增长率（2017-2022） 规模（2022） 子细分领域

按应用划分

高级驾驶辅助系统 23.60% 11b 盲点侦测/碰撞预警/停车辅助/车联万物/前视摄像头

售后市场 6.10% 3b 汽车零部件/设备/维修服务/碰撞修复

车身 13.30% 12b 电动车门/电动车窗/气候控制/雨刷控制

底盘 6.10% 7b 悬挂/差速/传动轴

电动/混合动力汽车 21% 6b 混合动力汽车

信息娱乐系统 8.20% 9b 联网/车载通讯系统/车载导航/车载音响

仪表组件 11.20% 4b 仪表盘/仪表线束

动力系统 3.40% 6b 引擎控制/变速

安全系统 2.60% 5b 电动助力转向系统/自动防抱死制动系统/安全气囊/牵引力控制/胎压监测

按产品划分

通用逻辑集成电路 12.50% 2b 数据转换器/开关/多路转接器/电压调节器/基准

存储器集成电路 10.90% 4b 动态随机存取存储器/新兴存储器/闪存/NAND存储器

光电元件 18.90% 8b 图像传感器/发光二极管/光敏传感器

分立器件 9.90% 9b 功率晶体管/二极管

非光学传感器 7.20% 6b 环境传感器/指纹传感器/惯性传感器/磁传感器

微器件集成电路 7.70% 11b 数字信号/微控制器/微处理器

模拟集成电路 7.40% 4b 数据转换器/开关/多路转接器/电压调节器/基准

专用集成电路 6.00% 3b 专用集成电路

专用标准产品 12.60% 19b 专用标准产品20
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11

n 汽车芯片的检测和认证是芯片产品进入汽车应用前的必要过程。

n 汽车企业与芯片制造商需要统一的标准来保证所接收的芯片的质量。

n 芯片制造商需要遵循一定的标准进行芯片产品的生产。
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n 国际汽车芯片标准可按照产品检测要求进行分类。聚焦在汽车芯片的安全性、可靠性和一致性的三个方面，

共同发展形成了一套现行的汽车芯片标准体系。

n 这些车规级标准中最主要的是AEC-Q系列

标准、ISO 26262、IATF 16949等标准。

Ø AEC-Q系列是基础性车规标准，通常是芯

片上车应用的准入门槛。

Ø ISO 26262和ASIL等级是否需要进行检测，

取决于芯片是否具有功能安全需求。

Ø IATF 16949芯片制造产线车规级认证标准，

涉及车规级芯片制造的产线需要通过此标

准认证。

n 多种汽车芯片标准共同作用，构成了当前

的汽车芯片检测认证标准体系，为芯片上

车应用树立了较高的行业门槛。
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n 国际汽车芯片标准在不同产业链环节的作用。

1.IATF 16949标准认证：芯片制造产线
2.ISO 26262安全等级：芯片制造产线
3.AEC-Q系列：在制造过程中，确保过程方法符合
AEC-Q标准中相关测试组的要求并获得相应数据。

1.ISO 26262标准：建立基于功能安全的设计流程
2.ISO 26262安全等级：导入相关功能安全的EDA工具，评估符
合ISO 26262安全等级要求的集成电路IP核和标准单元库
3.AEC-Q系列：为提升芯片可靠性（DFR），根据AEC-Q等规范，
在早期开展相关失效模型设计分析等工作

1. IATF 16949标准认证：封测环节
2. ISO 26262标准认证：封测厂
3. AEC-Q系列：量产过程的电参数筛选及可
靠性检测

01
芯片设计阶段

02
晶圆制造阶段

03
封装测试阶段
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n 我国汽车芯片检测认证标准自主制定目前尚处于起步阶段。国内现有的标准体系主要以引用并转化
国外标准为主，目前的团标则主要瞄准新兴领域。

要求 标准名称 相应国际标准 要求 标准名称 相应国际标准

功能安全

GB/T 34590-2017《道路车辆—功能安全》 ISO 26262

可靠性

T/CSAE 228—2021《纯电动乘用车通讯芯片整车环境舱试验方
法》

/

T/CSAE 223—2021《纯电动乘用车控制芯片功能安全要求及
测试方法》

ISO 26262 T/CSAE 229—2021《纯电动乘用车控制芯片整车道路试验方法》 /

T/CSAE 224—2021《纯电动乘用车通讯芯片功能安全要求及
测试方法》

ISO 26262 T/CSAE 230—2021《纯电动乘用车通讯芯片整车道路试验方法》 /

T/CSAE 251《V2X 车载终端安全芯片处理性能测试方法》 / GB/T 4937.1《半导体器件机械和气候试验方法》 IEC 60749

可靠性

QC/T 1136-2020《电动汽车用绝缘栅双极晶体管（IGBT）模
块性能要求及试验方法》

AQG324
GB/T 5080.1-2012《可靠性试验 第 1 部分：试验条件和统计检
验原理》

IEC 60300

CASA 011.1—2021《车规级半导体功率器件测试认证规范》 AQG324
GB/T 28046-2011《道路车辆 电气及电子设备的环境条件和试
验》 

ISO 16750

T/CSAE 222—2021《纯电动乘用车车规级芯片一般要求》
AEC-Q系列、IAFT 
16949、ISO26262

一致性

GB/T 18305-2016《质量管理体系 汽车生产件及相关服务件组
织应用GB/T 19001—2008的特别要求》

IATF 16949

T/CSAE 225—2021《纯电动乘用车控制芯片功能环境试验方
法》

AEC-Q100 GB/T 19001-2016《质量管理体系 要求》 ISO 9001

T/CSAE 226—2021《纯电动乘用车通讯芯片功能环境试验方
法》

AEC-Q100 其他 T/CSAE 260《智能网联汽车视觉感知计算芯片技术要求和测试
方法》

/

T/CSAE 227—2021《纯电动乘用车控制芯片整车环境舱试验
方法》

/
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15

n 我国也正在积极推动汽车芯片标准体系的建设工作。根据工信部2023年12月29日发布的《国家汽车芯片标准体系建设指
南》，对整个汽车标准建设进行了布局，计划到 2030 年制定 70 项以上汽车芯片相关标准，但所列标准大都正在预研中。

标准项目及分类 标准类
型

标准性
质

基础（100）

术语和定义（101）

101-1 汽车芯片术语和定义 国标 推荐

通用要求（200）

环境及可靠性（201）

201-1 汽车芯片环境及可靠性应用指南 国标 推荐

201-2 汽车用集成电路应力试验要求 国标 推荐

201-3 汽车用分立器件应力试验要求 国标 推荐

201-4 汽车用半导体光电器件应力试验要求 国标 推荐

201-5 汽车用微机电（MEMS）传感器应力试验要求 国标 推荐

...（共17项）

电磁兼容（202）

202-1 车辆集成电路电磁兼容试验通用规范 国标 推荐

功能安全（203）

203-1 道路车辆功能安全第11部分：半导体应用指南 国标 推荐

信息安全（204）

204-1 汽车芯片信息安全技术规范 国标 推荐 20
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标准项目及分类 标准
类型

标准
性质

产品与技术应用（300）

控制芯片（301）

301-1 汽车控制芯片通用技术要求及试验方法 行标 推荐

301-2 电动汽车用控制芯片技术要求及试验方法 行标 推荐

301-3 汽车发动机系统控制芯片技术要求及试验方法 行标 推荐

301-4 汽车底盘系统控制芯片技术要求及试验方法 行标 推荐

计算芯片（302）

302-1 汽车智能座舱计算芯片技术要求及试验方法 行标 推荐

302-2 汽车智能驾驶计算芯片技术要求及试验方法 行标 推荐

传感芯片（303）

303-1 汽车图像传感芯片技术要求及试验方法 行标 推荐

303-2 汽车红外热成像芯片技术要求及试验方法 行标 推荐

...（共12项）

通信芯片（304）

304-1 汽车蜂窝通信芯片技术要求及试验方法 行标 推荐

304-2 汽车直连通信芯片技术要求及试验方法 行标 推荐

...（共15项）

标准项目及分类 标准
类型

标准
性质

存储芯片（305）

305-1 汽车用动态随机存取存储芯片（DRAM）技术要求及试验
方法 行标 推荐

305-2 汽车用静态随机存储芯片（SRAM）技术要求及试验方法 行标 推荐

...（共5项）

安全芯片（306）

306-1 汽车安全芯片技术要求及试验方法 行标 推荐

功率芯片（307）

307-1 电动汽车用绝缘栅双极晶体管（IGBT）模块环境试验要求
及试验方法 行标 推荐

307-2 电动汽车用功率模块技术要求及试验方法第1部分IGBT 行标 推荐

...（共6项）

驱动芯片（308）

308-1 汽车用驱动芯片通用技术要求及试验方法 行标 推荐

308-2 电动汽车用功率驱动芯片技术要求及试验方法 行标 推荐

308-3 汽车用显示驱动芯片技术要求及试验方法 行标 推荐

电源管理芯片（309）

309-1 汽车用电源管理芯片通用技术要求及试验方法 行标 推荐

309-2 电动汽车用动力电池管理系统模拟前端芯片技术要求及试
验方法 行标 推荐

309-3 电动汽车用数字隔离器芯片技术要求及试验方法 行标 推荐

其他类芯片（310）

310-1 电动汽车用动力电池管理系统基础芯片（SBC）技术要求
及试验方法 行标 推荐

n 其中，对10类汽车芯片进行了细化的标准布局，仅针
对这10类芯片初步制定的标准项目数量多达51项。
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n 汽车芯片标准应用全景图：按照芯片设计、晶圆制造、CP测试、封装、FT测试等环节绘制

n 同时绘制了功能安全、质量和可靠性等过程性标准

资料来源：赛迪研究院整理
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n 汽车供应链模式变化需要加强系统级和应用级芯片检测认证能力

n OEM+Tier1+Tier2 原有金字塔格局有望被打破，向平台+生态模式跃迁，未来合作模式将是以车厂为中心的平台
+生态的合作模式，逐步走向平台+开放带来更多的开放和创新。

n 未来将会有更多的OEM厂商，选择与芯片厂商直接合作，共同研发设计、制造和封装芯片，提高对整个芯片产业
链的掌控能力。 汽车厂商 芯片厂商 具体动作

宝马 Inova和格罗方德 签署协议，以保证其每年数百万片的芯片供应

福特 格罗方德 双方建立了战略合作关系，福特寻求直接从格罗方德购
买产品

通用 英飞凌和台积电 联合生产和购买芯片

奔驰 英伟达 与英伟达合作开发下一代汽车计算平台

Stellantis NV 富士康
（非芯片厂）

加强合作，探索利用富士康在芯片产业链上的良好关系
获得芯片

上汽 积塔半导体 向后者投资5亿元，支持PMIC、IGBT和SiC功率模块的开
发

汽车厂商 芯片厂商 具体合作情况

一汽 芯擎科技 对后者提供数亿元战略投资，将在车规级、高算力芯片领域展开合作，推动我国芯片产业发展

吉利 芯聚能 设立合资公司，主要面向新能源汽车和相关应用领域的碳化硅（SiC）芯片产业化

上汽 晶晨、地平线、黑芝麻等 投资晶晨半导体，发展车载信息娱乐系统芯片；投资地平线、黑芝麻，发展自动驾驶；投资芯旺微、旗芯微，发展车规级MCU

长城 地平线 投资后者发展只能座舱和自动驾驶芯片

东风 时代电气 成立合资公司，建设功率半导体模块封装测试生产线，自主研发、制造和销售功率半导体模块，以用于替代进口 1920
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n 新能源和智能汽车发展要求对芯片功能安全和专用标准开展新的研究

01

汽车芯片检测方面

目前具备自动驾驶功能的智能汽车部分

应用场景与最初设计的零部件已不匹配，

例如，高温老化实验的要求已远超原设

计中的2.2小时。检测项目和内容或将

进行调整。

02

汽车芯片认证方面

近几年来汽车在智能化方面获得了显著的

提升，随着汽车用到的各类芯片功能和性

能的显著提升，行业缺乏统一的汽车芯片

安全标准。且ISO 26262功能安全的框架

性标准，只是对要达到的安全目标和关联

的部分安全机制进行了描述，对于最核心

的安全机制对应的故障类型及故障覆盖率

以及功能安全实施步骤并没有详细说明。
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n 汽车芯片规模化应用需要提升全链条检测认证服务能力

n 汽车芯片检测认证涉及到芯片设计企业、生产制造企业、零部件供应商、整车厂等多个关键环节。目前国内开展
AEC-Q100第三方测试的机构较多，缺乏模块级和系统级测试能力，同时很多机构交付的报告涵盖内容不够全面，导
致第三方检测报告仅作为数据参考。应全面提升汽车芯片产业链的检测认证能力，为汽车芯片公司提供AEC-Q100、
IATF 16949、ISO 26262等认证证书，加快汽车芯片上车进程。
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n 我国汽车行驶工况实施对芯片可靠性标准提出新的要求

n 我国汽车行驶工况具有拥堵路段多、怠速时间长、城市和乡村路面质量参差不齐等特点，亟需制定我国汽车芯片可靠
性测试相关标准。

n 结合汽车芯片实际工况开展可靠性测试方法和参数研究，在AEC-Q100等可靠性标准基础上进行完善和补充，形成适合
我国汽车芯片实际工况的可靠性检测标准。

主要特征 CLTC WLTC NEDC EPA

运行时间/s 1800 1800 1180 6449

驾驶工况
3种工况：低速、

中速和高速
4种工况：中低
速、中速和高速

2种工况：市区、
郊区/高速

5种工况：市区、
激烈驾驶、空调
使用及低温运行

里程/km 14.48 23.27 11 87.04

最高速度/
（km/h）

114 131.3 120 129.2

平均速度/
（km/h）

28.96 46.40 33.6 33.9

平均加速度/
（m/s²）

0.45 0.53 0.75 0.62

平均减速度/
（m/s²）

-0.49 -0.58 -0.53 -0.71

匀速占比/（%） 22.83 27.8 37.5 24.7

加速占比/（%） 28.61 30.9 23.2 31.1

减速占比/（%） 26.44 28.6 16.6 27.1

怠速占比/（%） 22.11 12.7 22.6 17.22220
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n 智能汽车的快速发展需要提升汽车AI芯片的检测认证能力

n 汽车由分布式架构向域控制/中央集中式架构方向发展。各大主机厂均已认识到软件定义汽车的大趋势，纷纷升级自身

的电子电气架构。

n 智能驾驶处理数据量指数级提升，AI 芯片成为智能汽车时代的运算核心。但目前缺乏统一的AI智能芯片评测认证体系。

u 统一的检测
认证标准

• 基准测试集
• 基准数据集
• 基准工具集
• 基准系统集

u 场景、软件、算法驱动
u 公平、公开的测试基准
u 可迁移的测试基准

• 横向跨不同芯片的智
能系统

• 纵向跨芯片到智能系
统全周期

资料来源：地平线产品发布会
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n 智能汽车芯片的发展使得芯片信息安全愈发重要
n 随着智能汽车越来越普及，SoC芯片、汽车安全芯片的信息安全越来越重要，需要构建完整的车

规级芯片的信息安全测试认证方法及规范。
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l 已制定标准质量有待进一
步提高。已发布的团标多以
特定芯片的功能和性能测试
方法为主，结合新能源和智
能网联汽车发展特点开展深
入研究的标准工作较少，工
作也有存在重复性。

l 现有检测认证体系不能满
足汽车芯片和整车快速发
展需求。一是现有芯片上车
时间周期过长，导致中小汽
车芯片企业难以承受时间成
本。二是汽车芯片应用验证
周期长。三是国内检测认证
机构能力覆盖不够全面。

26

标准少
认证难

对产业创新
带动力不足

标准制定与实施
应用结合度不足标准及检测认

证缺乏统筹

问题

l 我国汽车芯片标准体系缺
失。国内对于相应汽车芯片
标准的研究工作开展相对较
少，类似AEC-Q的汽车芯片基
础性标准尚处于空白状态，
仍以被动采用国际标准为主。

l 国内汽车芯片检测认证环
节可信度不足问题突出。
由于第三方测试机构对AEC-Q
系列等标准的理解不统一，
各家出具的报告差异较大。
甚至有些检测报告质量低下，
严重扰乱了汽车芯片检测行
业，严重影响国内整体检测
机构的可信度。

20
24
赛
迪
论
坛

20
24
赛
迪
论
坛

20
24
赛
迪
论
坛

20
24
赛
迪
论
坛

20
24
赛
迪
论
坛

20
24
赛
迪
论
坛

20
24
赛
迪
论
坛

20
24
赛
迪
论
坛

20
24
赛
迪
论
坛



l 标准制定与实施应用结合
度不足。目前芯片标准制定
工作还存在重制定、轻执行
的问题，相应团标在整个芯
片行业内推广和应用力度不
足。同时，团标缺乏与整个
芯片行业协同。

l 现有检测认证体系对未来
汽车行业发展趋势开展的
预研相对不足。一是各类
工况和道路场景对应的检测
认证不足，在可靠性检测认
证方面缺乏对极端需求的预
研工作。二是“新三化”趋
势下芯片安全性、电磁兼容
性等方面测试方法研究不足。

27

标准少
认证难

对产业创新
带动力不足

标准制定与实
际结合度不足标准及检测认

证缺乏统筹

问题

l 缺乏对供应链相关企业能
力的评估认证。汽车行业
通常需要芯片满足其供应链
能力，能够长期稳定供货，
需要根据产业发展情况，逐
步完善相应供应链能力的检
测认证。

l 芯片标准及检测认证归口
主管部门有待明确。芯片、
零部件供应商及整车分别
隶属于不同的主管部门，
芯片企业与零部件及整车
等应用环节对标准和检测
认证的理解和考虑也各不
相同，或将增加汽车芯片
标准及检测认证统一推进
及统筹工作的难度。
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n 基于汽车芯片未来应用场景，对现有车规级通用标准进行拓展，

提前布局汽车芯片新一轮标准制定工作。

Ø 开展我国通用汽车芯片标准制定。目前AEC-Q100等车规级芯

片通用标准基于国际大型车企成熟经验制定，应开展相关标

准的研究和补充，发展本土化标准与规范。

Ø 积极参与新四化时代汽车芯片新一轮标淮的制定。在汽车芯

片信息安全、场景化测试等标准方向开展预研，拓展现有车

规级标准对未来智能汽车终端考虑不足的领域，逐步参与到

国际车规级芯片新一轮标淮的制定。

Ø 建立我国下一代汽车电子架构生态。建立我国自主OS+芯片

生态联盟，汽车芯片的迭代速度要比汽车快，通过我国下一

代汽车新架构的建立，带动自主处理器芯片的上车应用。
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n 提升我国汽车芯片检测认证机构公信力，形成国产汽车芯片推广应

用机制，加快国产汽车芯片上车应用。

Ø 实现第三方检测机构能力与行业需求精准对接。以工信部下属单

位汽车芯片检测认证实验室为试点，对接汽车芯片等行业龙头企

业，共同开展汽车芯片检测标准、测试规范、过程管理、体系管

理等研究。

Ø 建立国产芯片应用推广机制。加强政府主管部门对国产芯的扶持

力度，解决国产整车厂和Tier1企业的后顾之忧，提升整车厂和

Tier1企业使用国产汽车芯片的积极性。

Ø 推动检验检测认证机构业务从单一性向多元化发展。应整合优势

检验检测认证机构资源，探索综合服务模式，同时主动参与认证

认可有关国际标准和规则制定，加入双多边国际互认体系，畅通

国产汽车芯片“走出去”道路。 20
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n 扩展现有核心检测认证机构能力，鼓励形成“一站式”服务能力，

能够实现根据国内芯片企业需求开展定制化认证。

Ø 参考国外大型检测认证机构，能够同时提供功能安全、质量过

程管理和可靠性等方面检测认证，能够支持芯片企业快速形成

符合汽车行业要求的质量能力。

Ø 而国内由于汽车芯片检测认证机构发展历史较短，虽然在硬件

能力上形成能力较快，但对于安全性、一致性等方面，还是缺

少相应专家和技术支撑。建议出台相应政策支持国内汽车芯片

检测认证机构建设，一方面“补缺”，在现有功能安全、质量

体系等方面，继续形成专业团队，另一方面“创新”，即以专

项形式支持国内产业链上下游协同开展对新能源和智能汽车相

关芯片的检测认证标准和方法的攻关，形成一批高质量的标准

和检测认证规范。 20
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赛迪集成电路评测实验室成立于2006年，是在工信部（原信息产业部）授予的“国家集成电路公共服务平台”基础上不断发展壮大起来的，
是我国唯一的国家级集成电路公共服务平台。测试主要分为北京和苏州两部分。

n 北京集成电路评测实验室，总面积600余平米，其中超净间面积120平米，配备

国际先进检测设备150余台套。

n 具备芯片性能、芯片可靠性、芯片安全测试验证能力，可提供晶圆级测试服务。

n 具备CMA、CNAS等国家级权威第三方检测资质及认证资质。
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信创整机电性能测试 信创整机消声测试芯片安全攻击测试芯片失效分析测试 信创整机环境测试

33

汽车芯片测试 5G核心芯片检测集成电路自动化测试

n 实验室具备集成电路、汽车芯片、5G核心芯片、电子设备可靠性等测试能力。

n 提供测试程序开发、测试方案制定、测试程序平台移植以及第三方测试等一站式服务。
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n 长期参与工信部汽车芯片评审工作。
n 覆盖集成电路行业通用的JEDEC标准和汽车芯片AEC-Q100标准测试能力。
n 长期开展芯片产品失效分析业务，形成产品失效分析报告和工艺改进意见，反馈给芯片企业，

提升产品质量。
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n 配套先进测试设备，能够覆盖5G核心射频器件和光电芯片性能参数测试能力。

n 完成了5G通信领域30余款射频器件、光器件的测试，并出具第三方测试报告，已经实现10万
台5G核心设备的出货量。

n 清华大学、北京大学、中科院承担的国家级研发项目，提供70余项第三方验证测试服务。
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n 主要开展对电子整机产品的测试工作，已完成300余款产品的可靠性测试。

n 测试项目
Ø 能耗测试
Ø 电源适配性测试
Ø 声压级/声功率测试
Ø 静电抗扰度测试
Ø 脉冲群抗扰度测试
Ø 浪涌抗扰度测试
Ø 高低温湿热交变测试
Ø 冲击碰撞测试
Ø 振动测试
Ø 跌落测试
Ø 平均无故障时间测试

n 测试对象
Ø 通信基站
Ø 网络设备
Ø 台式机
Ø 服务器
Ø 打印机
Ø 瘦客户机
Ø 终端机
Ø 家电产品

n 依据标准
Ø GB/T 9813.1-2016 计算机通用规范 第1 部分：台式微型计算机 
Ø GB/T 9813.2-2016 计算机通用规范 第2 部分：便携式微型计算机 
Ø GB/T 9813.3-2017 计算机通用规范 第3 部分：服务器
Ø GB/T 2423.1-2008 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验A：低温 
Ø GB/T 2423.2-2008 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验B：高温
Ø GB/T 2423.3-2016 环境试验 第2部分：试验方法 试验Cab：恒定湿热
Ø GB/T 2423.4-2008 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验Db 交变湿热(12h＋12h循环)
Ø GB/T 2423.5-2019 环境试验 第2部分:试验方法 试验Ea和导则:冲击
Ø GB/T 2423.10-2019 环境试验 第2部分：试验方法 试验Fc: 振动(正弦)
Ø GB 5080.7-1986 设备可靠性试验恒定失效率假设下的失效率与平均无故障
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